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� 本實驗使用導電銀漿柔印天線，利用田口實驗法設計L9直交表實驗，探討不同柔印參數對天線
之影響，並且找出柔印的最佳參數。 
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田口實驗直交表設計是利用各因子的交互作用關係，取得分析的數據，找出最佳化的條件，且可減少實驗組合。 
我們透過直交表，由各因子對各電阻值的分析數據，找出1D、2D 天線電阻值較小的條件為：A3B1C1D1(D3)，得
知柔印最佳條件為：30m/min 印速、印壓67 (最大)、網紋輪壓力60 (最大)、熱處理。 
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A:印速B:印壓C:網紋輪壓D:熱處理 
  

No 印速 印壓 網紋輪壓 熱處理 1D天線電阻 2D天線電阻 厚度(μm) 

1 10 67 60 1 73 110 2.0 

2 10 70 65 2  210 290 1.7 

3 10 73 70 3  158 180 3.4 

4 20 67 65 3 67 160 3.2 

5 20 70 70 1 100 210 3.1 

6 20 73 60 2  59 150 4.0 

7 30 67 70 2  69 190 3.8 

8 30 70 60 3 30 105 3.8 

9 30 73 65 1 60 155 3.4 

主要包括潤濕、解團聚及分散顆粒的穩定化三個階段。潤濕是指將粉體

緩慢地混合體系中，使吸附在粉體表面的空氣或其他雜質被液體取代的

過程。解團聚是指透過機械或超音波等能量，使較大顆粒的聚集體分散
為較小顆粒。穩定化使粉體顆粒在液體中保持長期的均勻分散。 

潤濕 解團聚 穩定化 
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漿料添加至進料滾筒與
中間滾筒之間，分散第
一過程，隨滾筒滾動方
向進入第二道縫隙，實
現分散及研磨的過程達
到所需要的細度等級。 

三滾筒分散 

 Factor Level 1 Level 2 Level 3 

印速 (m/min) 10 20 30 

印壓* 67 70 73 

網紋輪壓力* 60 65 70 

熱處理 (℃)  1 2  3 

(熱處理代號:1最低至3最高) 

L9直交表柔印參數 

柔版印刷是一種利用橡皮
版或感光樹脂印版，經由
印壓力與印速調控，將液
體油墨的直接印刷方法。
(此為桌上型柔印實驗機) 
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2D 天線 1D 天線 
Level 1 

線寬:466µm 線距平均:138µm 線寬:465µm 線距平均:145µm 

Level 2 

2D 天線 1D 天線 

線寬:414µm 線距平均:206µm 線寬:472µm 線距平均:168µm 線距平均:130µm 

Level 3 

2D 天線 1D 天線 

線寬:476µm 線寬:470µm 線距平均:127µm 

L9直交表實驗-電阻&厚度 單一參數對各電阻平均 

天線精度數據 
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